
成膜前にウェハに付着した有機物を除去します。

ウェハの洗浄

マウンティング前に付着した有機物を除去します。

マウンティング前洗浄
洗浄

ボンディング前に付着した有機物を除去します。

ボンディング前洗浄
封⼊・分離前に⾦型に付着した有機物を除去します。

⾦型の洗浄

塗布前に表⾯を親⽔化することで、塗布性能がアップし
ます。

塗布前の親⽔化処理

塗布したレジストをキュアします。

レジストのキュアリング

マスクに付着した有機物を除去します。

マスクの洗浄

エッジング後、レジスト残渣を除去します。

レジスト残渣の除去 残渣除去洗浄

洗浄

洗浄洗浄

洗浄洗浄 キュアキュア

キュアにより、膜の塗布性がアップします。

成膜後のキュアリング

ウエハー調達 フォトレジスト塗布 露光 現像 エッチング フォトレジスト除去 素⼦間分離層形成 トランジスタ形成 配線形成 ウエハー検査

ダイジング マウンティング ボンディング 封⼊・分離 特性選別 捺印・リード加⼯

成膜

洗浄 洗浄

洗浄洗浄洗浄

キュア キュア 残渣除去

検査 梱包・出荷

半導体製造プロセスとエキシマ光

前⼯程
（ウエハー処理）

後⼯程
（組み⽴て・検査）


